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Micro Modules (Substrates with Built-in ICs, Products Utilizing with SESUB)

製製品をより正しく、安全にご使用いただくために、さらに詳細な特性・仕様をご確認いただける納入仕様書をぜひご請求ください。
記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

製品のお問い合わせ先：SESUB_Support@tdk.co.jp
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このカタログの製品は生産中止を予定もしくは完了しています

超小型モジュール（IC内蔵基板 SESUB応用製品）
Bluetooth V4.0 Smart Single Mode Module

特徴
ウェアラブルデバイスに最適な、超小型サイズ（4.6×5.6×1.0mm）です。
Bluetooth® Smart Ready対応製品と通信可能です。
アンテナ別体型により、製品設計の自由度を拡大しました。

アプリケーション
ヘルスケア、スポーツ＆フィットネス機器
（活動量計、体温計、血圧計、血中酸素濃度計、血糖値計、心拍計など）
ウェアラブルコンピュータ
（リストバンド型、時計型、指輪型、メガネ型、靴、帽子、シャツなど）
ホーム＆エンタテイメント機器
（リモコン、センサタグ、玩具、照明器具など）
PCアクセサリ
（マウス、キーボード、スタイラスペン、プレゼンテーションポインタなど）

ブロック図
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このカタログの製品は生産中止を予定もしくは完了しています

SESUB-PAN-T2541
形状と寸法

電気的特性
特性規格表

見通し距離です。アンテナ特性によります。

通信規格 2.4GHz Bluetooth® V4.0 low energy

無線出力 (dBm)typ. 0

通信距離 (m) 10

インタフェース UART/SPI/I2C/GPIO/ADC
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SESUB-PAN-T2541
モジュール端子

評価基板
ICメーカ提供の評価環境に準拠（当社品番： SP13801）

ICメーカのIC評価キットに接続して使用できます。
ソフトウェア開発環境、プログラミングツールは、全てICメーカから提供されています。
ICメーカの豊富な開発用資料をそのまま利用でき、迅速な製品開発が可能です。
その他、製品の機能評価を簡単に行える評価キットも取り揃えております。（当社品番： SP13808）

 詳細は、別途お問い合わせください。
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プログラム書き込み用
端子装備

評価基板上には
チップアンテナ装備

スリープクロック発生用水晶振動子
ランドパターン装備

ICメーカの評価基板接続用コネクタ
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